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Total Etch ve Self Etch Bonding Sistemlerin
Stit Disi Dentinine Baglanma
Dayanmimlarinin Mikro Gerilme Test Metodu
ile Incelenmesi

Evaluation of Total Etch and Self Etch Bonding
Systems To Primary Tooth Dentine By
Micro-Tensile Bond Strength Test

OZET Amag: Yeni gelistirilen adezif sistemlerin siit disi dentinine baglanma dayanimlarini mikro
gerilme test metodu ile aragtirmak ve adezif sistem-dentin ara ytizeyini taramal elektron mikroskobu
(SEM) ile degerlendirmektir. Gereg ve Yontemler: Caligmada 15 adet giiriiksiiz insan siit ikinci molar
disi kullanildi. Dislerin aproksimal yiizeyleri diiz dentin yiizeyi elde etmek i¢in diisiik devirli elmas
separe kullanilarak prepare edildi. Hazirlanan disler rastgele ii¢ gruba ayrilds. Birinci grup: Tki asamali
“self-etch” adezif sistem Adper SE Plus (3M ESPE, St. Paul. MN, ABD). fkinci grup: Tek asamali “self-
etch” adezif sistem AdheSE One (Ivoclar-Vivadent, Liechtenstein, Almanya). Ugiincii grup: Total-
etch adezif sistem Adper Single Bond Plus (3M ESPE, St. Paul. MN, ABD). Adezif sistemler hazirlanan
dentin yiizeylerine iiretici firmanin talimatlarina gore uygulandiktan sonra kompozit materyaller
(Tetric EvoCeram-Ivoclar Vivadent, Liechtenstein, Almanya ve Filtek™ Supreme Plus-3M ESPE,
St.Paul. MN, ABD) tabakalama teknigi ile yerlestirildi. Adezif sistemlerin baglanma dayanimi mikro
gerilme test metodu kullanilarak test edildi. Istatistiksel degerlendirme one way ANOVA ve Tukey
HSD testleri kullanilarak yapildi. Ug adet siit disi SEM degerlendirilmesi igin kullanildi. Bulgular:
Stit disi dentinine en yiiksek baglanma dayanimi Adper Single Bond Plus grubunda elde edildi. Bu
sistem hem Adper SE Plus hem de AdheSE One’dan istatistiksel olarak farkli bulundu. Adper SE Plus
ve AdheSE One'in siit disi dentinine baglanma dayanim degerleri arasinda ise istatistiksel fark tespit
edilmedi. Sonug: Bu ¢aligmada kullanilan total “etch” sistem-Adper Single Bond Plus siit disi dentinine
“self etch” sistemlerden daha yiiksek baglanma dayanimi gostermistir.

Anahtar Kelimeler: Siit disi; bonding ajanlar

ABSTRACT Objective: The aim of this study was to evaluate micro tensile bond strength of current
adhesive systems on primary tooth dentin and analyses of adhesive system-dentin interface with
scanning electron microscope (SEM). Material and Methods: Fifteen extracted human primary sec-
ond molar were used in this study. The approximal surfaces of teeth were prepared to obtain denti-
ne flat by using a low speed diamond saw. The prepared teeth were divided randomly into three
groups. First group: Two step self etch adhesive system (Adper SE Plus-3M ESPE, St. Paul. MN, USA).
Second group: One step self etch adhesive system (AdheSE One-Ivoclar-Vivadent, Liechtenstein,
Germany). Third group: Total etch adhesive system (Adper Single Bond Plus-3M ESPE, St. Paul. MN,
USA). After the adhesive systems were applied to dentin surfaces according to manufacturer’s in-
structions, composite materials (Tetric EvoCeram-Ivoclar Vivadent, Liechtenstein, Almanya ve Fil-
tek™ Supreme Plus-3M ESPE, St. Paul. MN, USA) were built up with incremental technique. The
bond strength of the adhesive systems was tested by using the micro tensile test method. The data
were analyzed by using one way ANOVA analysis and Tukey HSD test. Three primary teeth were
used for SEM examinations. Results: The highest micro tensile bond strength value on primary tooth
dentin was obtained with Adper Single Bond Plus group. This system was statistically different both
AdheSE One and Adper SE Plus. There were no statistical differences between micro tensile bond
strength value of AdheSE One group and Adper SE Plus group on primary tooth dentin. Conclusion:
This study revealed that total etch system -Adper Single Bond Plus- used in this study showed higher
bond strength than self etch system to primary tooth dentin.

Key Words: Tooth, deciduous; dental bonding
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dezif sistemlerin dis dokulari ile olusturdu-
Agu mikromekanik baglanti sayesinde kavi-

te preparasyonu sirasinda retansiyon
olusturmak i¢in saglam dis dokularinin kaldirilma-
s1 gereksinimi ortadan kalkmigtir.! Daha konserva-
tif  tedavi

kalinliklar: ince, pulpa odas: ise dis hacmine gore

yaklasimlari mine-dentin doku
daha genis olan siit dislerinin kavite preparasyon-
larinda biiyiik avantaj saglamaktadir.? Bu avantaj-
larinin yaninda daimi dislerin restorasyonlarinda
oldugu gibi siit diglerinin restorasyonlarinda da es-
tetik materyallere olan ilgi artmig ve rezin esash
dolgu materyalleri pedodonti kliniklerinde yaygin
bir sekilde kullanilir hale gelmistir.3

Adezif sistemler “smear” tabakasi {izerinde
yaptig1 degisikliklere gore “total etch” ve “self etch”
sistemler olmak tizere siniflandirilmigtir.* “Total
etch” sistemler, asitleme ile birlikte 6ncelikle den-
tin yiizeyini 6rten “smear” tabakasini ortadan kal-
dirmakta ve dentini demineralize ederek kollajen
lifleri agiga ¢ikarmaktadir.>¢ 1k gelistirilen “total
etch” sistemler ti¢ asamal iken, giiniimiizde ¢ogun-
lukla primer ve baglayici ajan uygulamalarinin bir-
lestirildigi iki agamali sistemler kullanilmaktadir.

“Self etch” sistemler ise “smear” tabakasinin ve
alttaki dentin ylizeyinin kismen demineralize edil-
mesi esasina dayanmaktadir. “Self etch” primer sis-
temlerde, “total etch” sistemlere gore daha zayif bir
asit primer ile kombine edilerek kullanilir. Ayr bir
asitleme basamag1 olmadig i¢in dentin yiizeyinin
yikanip kurutulmas: s6z konusu olmamakta, boyle-
ce kollajen fibrillerin biiziilmesi 6nlenmis olmak-
tadir.”-1% “Self etch” sistemler tek ve iki agamali
olmak iizere ikiye ayrilir. iki asamal “self etch” sis-
temlerde rezin infiltrasyonu i¢in nemli dentin yii-
zeyi olusturmada diisiik molekil agirhigindaki
primer soliisyonu kullanilir. Tkinci basamakta ise
hem primer uygulanmis dentin yiizeyi hem de tize-
rine uygulanan kompozit rezinle kopolimerize ola-
bilen disiik viskoziteli rezin

bir bonding

uygulanir.!!

Tek asamali “self etch” sistemler ise bonding uy-
gulama prosediiriini kisaltmak ve basitlestirmek i¢in
gelistirilmistir. Bu teknikte conditioner, primer ve
bonding ajan uygulama basamaklar1 kombine edil-
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migtir.!? Tek agamal1 “self etch” sistemlerde, uygula-
ma basamaklarinin azalmasi ve basitlestirilmesi ne-
deni ile Ozellikle koopere olmayan cocuklarin
tedavisinde kullanimi avantajhi olabilmektedir.!®4

Dis dokulari ile adezif sistemler arasindaki
baglanma dayanimini belirlemek i¢in klasik makas-
lama ve gerilme test metotlarinin yani sira yaklasik
1 mm? lik yiizey alaninin kullanildig: mikro geril-
me test metodu giliniimiizde yaygin olarak kulla-
nilmaktadir.’® Sano ve ark. tarafindan gelistirilen
mikro gerilim test metodu ile konvansiyonel bag-
lanma test metotlarinda kargimiza ¢ikan homojen
olmayan stres dagilimlari, kii¢iik yiizey alanlan
kullanilarak elimine edilmigtir.'¢

Bu galismanin amaci, yeni gelistirilmis Adper
SE Plus- iki agamali “self etch” adezif sistem, Ad-
heSE One-tek asamali “self etch” adezif sistem ve
Adper Single Bond Plus- iki agamal1 “total etch”
adezif sistem materyallerinin siit disi dentinine
baglanma dayanimlarinin mikro gerilme test yon-
temi ile aragtirilmasidir. Ayrica, adezif sistemler ile
dentin arasindaki baglanti bolgesi taramali elektron
mikroskop (SEM) ile degerlendirilmistir.

I GEREG VE YONTEMLER

Bu c¢alismada ti¢ farkli adezif sistemin siit disi den-
tinine baglanma dayanimlarini arastirmak amaciy-
la altindaki daimi disin siirme zamani gelmis
olmasina ragmen héla agizda mevcut olan veya or-
todontik amagla ¢ekilmis 15 adet ¢iiriiksiiz insan
stit ikinci molar kullanildi. Dis cekimleri 10-12 yas
arasindaki hastalardan yapild: ve ¢cekimlerden 6n-
ce ailelerinden gerekli izin alindi.

Disler tizerindeki yumusak doku artiklar te-
mizlendikten sonra deney agamasina kadar +4°C de
serum fizyolojik i¢inde saklanda.

Su sogutmas: altinda diisiik hizda donen elmas
separe (Isomet, Buehler Ltd., Evanson, Illinois,
ABD) ile aproksimal yiizeyler dentin a¢iga ¢ikacak
sekilde kesildi. A¢iga ¢ikan dentin yiizeyleri 320°
silikon karbid zimpara ile zimparalanarak adezif
rezinlerin uygulanmasina hazir hale getirildi (Re-
sim 1 a, b). Hazirlanan disler rastgele ti¢ gruba ay-
rildi ve her bir adezif materyal icin 5 adet dis
secildi.
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RESIM 1: Mikro gerilim testi igin 6mek hazilama asamalarinin sematize
edilmesi.

(A) Clrtikstiz stit azi disi, (B) Aproksimal dentin yiizeyinin a¢ida ¢ikariimasi,
(C) Aciga ¢ikmis dentin ylizeyine kompozit dolgu uygulanmasi, (D, E) Kom-
pozit dolgunun duisiik devirli elmas separe ile kesilmesi sonucunda elde edilen
cubuk seklindeki 6rekler.

Calismada iki agamali “self etch” adezif sistem
olarak Adper SE Plus (3M ESPE, St. Paul. MN,
ABD), tek asamali “self etch” adezif sistem olarak
AdheSE One (Ivoclar-Vivadent, Liechtenstein, Al-
manya) ve “total etch” adezif sistem olarak Adper
Single Bond Plus (3M ESPE, St. Paul. MN, ABD)
materyalleri kullanildi (Tablo 1).

Caligmada kullanilan adezif sistemler hazirla-
nan aproksimal dentin yiizeylerine iiretici firma-
nin talimatlarina gore uygulandiktan sonra Adper
SE Plus ve Adper Single Bond Plus uygulanan dis-
lere Filtek™Supreme (3M ESPE, St. Paul. MN,
ABD), AdheSE One uygulanan dislerde Tetric Evo-
Ceram (Ivoclar-Vivadent, Liechtenstein, Almanya)

TOTAL ETCH VE SELF ETCH BONDING SISTEMLERIN SUT DiSi DENTININE BAGLANMA DAYANIMLARININ...

kompozit materyalleri tabakalama y6ntemi ile yiik-
sekligi yaklagik 4-5 mm olacak sekilde yerlestirildi
(Resim 1 ¢). Dolgularin her bir tabakasi LED (Elipar
Free Light2, 3M Espe, Almanya) 151k kaynag: ile 40
saniye polimerize edildi.

Restorasyonlar tamamlandiktan sonra digler
24 saat 37°C’de etiivde bekletildi. Her bir disin ké-
kii mine-sement birlesiminin yaklagik 2 mm altin-
dan kesilerek akrilik bloklara gémildii. Akrilik
bloklar su sogutmasi altinda diisiik hizla donen kes-
me cihazina (Isomet, Buehler Ltd., Evanson, Illi-
nois, ABD) yerlestirildi. Disler baglanma yiizeyine
dik olarak dilimlenerek yaklagik 1 mm?lik baglan-
ma ylizeyine sahip ¢ubuklar elde edildi (Resim 1 d,
e) (Resim 2). Boylece her bir grup i¢in 15 adet ¢u-
buk elde edilmis oldu.

Dijital mikrometre ile 6rneklerin kenar uzun-
luklan 6lgiilerek baglanma yiizey alani mm? olarak
hesaplandi. Cubuk seklindeki 6rnekler mini ins-
tron test cihazina (Disco, Microtensile tester, ABD)
siyona akrilat ile yapistirilarak 1 mm/dakika hizla
gerilme kuvveti uygulandi (Resim 3). Elde edilen
Newton cinsindeki degerler MPa’a asagidaki for-
mil kullanilarak ¢evrildi.

Mpa= F (newton)/Alan (mm?)

Kirilma yiizeyleri stereomikroskopta (x20) in-
celenerek adezif, kohezif ya da miks kopma olarak
siniflandirildi.

Elde edilen verilerin istatistiksel incelemesi
tek yonlit ANOVA ve Tukey HSD testleri ile yapal-
du. Istatistiksel olarak p< 0.05 anlamli kabul edildi.

TABLO 1: Kullanilan adeziv sistemler ve kompozisyonu.

Adeziv sistem Tipi Uretici firma
Adper Single Bond Plus  “Total etch” sistem

MN, ABD

Adper SE Plus
MN, ABD

AdheSE One

3M ESPE, St. Paul.

“Self etch” iki basamakli sistem 3M ESPE, St. Paul.

“Self etch” tek basamakli sistem  |yoclar Vivadent, Schaan Liechtenstein  bis-Acrylamide, su,

Kompozisyonu

Fosforik asit,

BisGMA, HEMA, dimetakrilat, etanol, su,
poliakrilik asit, poliitatonik asit

Likit A: su, HEMA, surfaktan,

Likit B: UDMA, TEGDMA, hidrofobik trimetakrilat,
HEMA fosfat

bis-methacrylamide dihydrogen phosphate,
amino asit akrilamid,

hidroksil alkali metakrilat,

silikon dioksit, katalizérler, stabilizorler
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RESIM 2: Diisiik devirli su sogutmali elmas separe.

RESIM 3: Mikro gerilim test cihazi.

SEM iCIN ORNEKLERIN HAZIRLANMASI

Her bir grup i¢in 2 adet olmak tizere toplam 6 adet
dis kullanildi. SEM analizi yapilacak olan dislere
baglanma dayanimi deneyinde oldugu gibi restora-
tif materyaller uygulandi. Hazirlanan 6rnekler bag-
lant1 ara yiizeyine dik olacak sekilde diisitk hizda
calisan elmas separe (Diamond Wafering Blade,
Buehler, IL, ABD) ile kesilerek, her bir grup i¢in 4
adet baglant1 yiizeyi elde edildi.

Kesilen disler 24 saat siireyle %10’luk formalin
icinde bekletildi. Elde edilen 6rnekler epoksi rezin
(Cole-Parmer Instrument Co., [llinois, ABD) iceri-
sine gomiildi. SEM ile incelenecek yiizeyler sira-
styla  600-800-1000-1200 gritlik
kullanarak agindirildi. Daha sonra yiizeyler 6 pm, 3

zimparalari
pm, 1 pm, % pm elmas parlatma pastalariyla kendi-

lerine ait cila kegeleriyle (Streuers, Kopenhag, Da-
nimarka) cilalandi. Ornekler her bir uygulama

Turkiye Klinikleri ] Dental Sci 2009;15(3)
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sonrasinda 10 dakika siireyle ultrasonik temizleyi-
ci icerisine (USG 4000 Ultraschall Dentarum, Al-
manya) birakildi. Sonrasinda 10 saniye %10’luk
fosforik asit ve 5 dakika %5’lik NaOCI uygulanda.
Tim Ornekler 1 dakika distile suda yikandiktan
sonra kurutuldu. Incelemeler x1500 biiyiitmede
Scanning Elektron Mikroskobu (Leo 440 LeoZeiss
Cambridge/Ingiltere) ile yapild:.

I BULGULAR

Adezif sistemlerin stit disi dentinine baglanma da-
yamim degerleri Tablo 2’de gosterildi.

Siit disi dentinine en yiiksek baglanma daya-
nim degerini Adper Single Bond Plus gosterdi. Ad-
per Single Bond Plus istatistiksel olarak hem Adper
SE Plus hem de AdheSE One’dan farkli bulundu
(p< 0.05).

Adper SE Plus ve AdheSE One adezif sistem-
lerinin siit disi dentinine baglanma dayanim deger-

leri arasinda ise istatistiksel fark tespit edilmedi (p>
0.05).

Kirilma tipleri incelendiginde ise; Adper SE
Plus materyalinde %94 adezif, %6 koheziv tip kiril-
ma; Adper Single Bond Plus ta %67 adezif, % 33
koheziv; AdheSE One’da %67 adezif, %27 koheziv,
%06 miks tip kirilma gozlendi (Tablo 3).

Materyallerin tamamina bakildiginda ise %76
adezif, %22 koheziv, %2 miks tip kirilma goézlen-
di.

TABLO 2: Adeziv sistemlerin st disi dentin dokusuna
ait baglanma dayanim degerleri (MPa).

Adeziv sistemler Ort+SS Min-maks
Adper SE Plus 10.93 £ 2.03a 7.33-14.09
Adper Single Bond Plus 24.26 +5.03b 18.75- 35.78
AdheSE One 11.58 + 2.34a 8.74-15.90
Ayni harfle gdsterilen gruplar arasinda istatistiksel fark yoktur.
TABLO 3: Kirilma tipleri.
Adezif (%) Kohezif (%)  Miks (%)
Adper SE Plus 94 6
Adper Single Bond Plus 67 33
AdheSE One 67 27 6
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RESIM 4: AdperSE Plus'in siit disi dentinindeki SEM gériintsi (HT= Hibrid
tabaka, RU= Rezin uzantisi).

SEM BULGULARI

AdperSE Plus 1n siit disi dentin dokusuna ait SEM
goriintiileri incelendiginde diizenli hibrit tabaka-
nin varlig: ve rezin taglar gozlendi (Resim 4).

AdheSE One ait gortintiilerde diizenli bir hib-
rit tabaka ve rezin taglar gozlendi. Ayrica, lateral
uzantilar da mevcuttu (Resim 5).

Adper Single Bond Plus bonding sistemine ait
SEM goriintiilerinde ise daha kalin ve konik bi¢im-
li rezin taglar gozlenirken hibrid tabaka diizenli bir
sekilde izlendi (Resim 6).

I TARTISMA

Bu calismada yeni gelistirilmis bonding sistemler-
den tek basamakli “self etch” sistem AdheSE One,
iki basamakli “self etch” sistem Adper SE Plus ve
“total etch bonding” sistem olarak da Adper Single
Bond Plus’in siit disi dentinine baglanma dayanim-
lar1 mikro gerilme test metodu ile degerlendiril-
mistir. Calismada kullanilan ¢ farkli bonding
sisteminin tizerine her firmanin kendi kompoziti
kullanilarak dolgular yapilmistir. Bu uygulama ya-
pilirken tiretici firmanin talimatlar: ve literatiirde-
ki®!” uygulamalar dikkate alinmistir.

Mikro gerilme test metodunda kiigiik yiizey
alanina (yaklagik 1 mm?) sahip 6rneklerin kullanil-
mas1 nedeni ile ara yiizeyde stres dagilimi homo-
jen bir sekilde gerceklesmektedir.!® Baglanma
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L 'i P |' g
RESIM 5: AdheSE One'in silt disi dentinindeki SEM gériintiisti (HT= Hibrid
tabaka, RU= Rezin uzantisi).

RESIM 6: Adper Single Bond Plus'in siit disi dentinindeki SEM goriintiisii
(HT= Hibrid tabaka, RU= Rezin uzantis|, LU= Lateral uzanti).

dayanimu ile ilgili daha dogru sonuglar vermesi ve
bir disten fazla sayida 6rnek elde edilebilmesi bu
test metodunun avantajlar1 arasinda yer almakta-
dir.'¢ Literatiir incelendiginde mikro gerilme test
metodu i¢in ¢ubuk, kum saati gibi farkl sekillerde
hazirlanmis 6rneklerin kullanildig: goriilmektedir.
Hosoya ve ark. ise siit disi dentininin zayif fiziksel
ozellikleri nedeniyle, 6rnek hazirlama agamasinda
frezin olusturacag1 vibrasyonun ve basincin bag-
lant1 ara yiizeyine zarar verebilecegini bildirmis-
lerdir.'® Ayni aragtirmacilar, bu nedenlerden dolay1
stit dis baglanma dayanimi ¢aligmalari i¢in ¢ubuk

Turkiye Klinikleri ] Dental Sci 2009;15(3)
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seklindeki 6rneklerin daha uygun olacagini 6ngor-
mektedirler. Bu caligmada da literatiirdeki 6neriler
dogrultusunda mikro gerilme test metodu igin siit
disi dentininden hazirlanan ¢ubuk seklinde 6rnek-
ler kullanilmagtir.

Adezif restoratif materyallerin dis dokular1 ile
olusturdugu baglant1 sert dokulardan inorganik ya-
pilarin uzaklastirilmasi ve bu bogluklara rezin mo-
nomerlerin infiltrasyonu ile meydana gelen
mikromekanik kenetlenme esasina dayanmaktadir.
“Total etch” sistemlerde asitler yardimiyla tama-
men uzaklagtirilmaktadir. Bu sistemlerde asitlerin
suyla yikanarak uzaklagtirilmasini takiben dentin
yiizeyinin basin¢h hava ile kurutulmasi kollajen lif-
lerin biiziilmesine yol agarak, rezinin tam olarak
penetrasyonu engellenmektedir. Bu uygulama bag-
lanma dayaniminin azalmasina neden olmaktadir.
Onceleri nemli dentin yiizeyinin baglanmay1
olumsuz etkileyecegi diisiintiliirken, gliniimiizde
yiiksek baglanma dayanimlarinin elde edilebilme-
si i¢in dentin yiizeyinin nemli birakilmasinin 6ne-
rildigi  gozlenmektedir. Rezin-dentin  ara
ylizeyindeki biitlinliigiin saglanabilmesi i¢in hem
intertiibiiler hem de intratiibiiler dentin bolgesine
rezinin infiltre olabilmesine baghdir.!® Tay ve ark.
asit uygulamasini takiben demineralize olmus in-
tertubular dentin bolgesinde rezinin optimum dii-
zeyde infiltre olabilmesinin ya yiizeyin nemli
birakilmasi ile ya da bonding sistemin ¢6ziicii ola-
rak su icermesi durumunda rehidratasyon etkisi
gostererek gerceklesebilecegini bildirmislerdir.?
Courson ve ark. da baz1 “total etch bonding” sis-
temlerin primer’inin yapisinda su bulunmasina
bagli olarak kollajenler iizerinde rehidratasyon et-
kisi yaparak rezin yapilarin infiltrasyonunu kolay-
lagtirdigini ileri siirmektedirler.?! Bu ¢aligmada test
edilen dentin bonding sistemlerin baglanma daya-
nimi ortalamalarina bakildiginda en yiiksek deger
Adper Single Bond Plus grubunda elde edilmistir.
Bu materyal bir “total etch” sistem olup yapisinda
su icermektedir. Bu bonding sisteminin yiiksek
baglanma dayanimina sahip olmasinin, yukarida da
anlatildig gibi, bonding sistemin yapisal 6zellikle-
rin- den kaynaklandig: diisiiniilmektedir. Ayrica
bonding sistemin uygulanmas sirasinda, tiretici fir-
manin talimatlar1 dogrultusunda, kollajen yapila-
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rin biiziilmesine engel olmak i¢in dentin yiizeyinin
agir1 kurutulmasindan kaginilmigtir.

Torres ve ark. iki “total etch”, bir tek agsamali
“self etch” adezif sistemin siit disi dentin dokusuna
baglanma dayanimlarim karsilastirdiklar: ¢aligma-
larinda, “total etch” sistemlerin (Single Bond ve Ex-
cite) tek asamali “self etch” sisteme gore daha
yliksek baglanma dayanimi sergilediklerini bul-
muglardir.??

Marquazen ve ark. “total etch” ve “self etch”
sistemlerin siit disi dentinine baglanma dayanim-
larini arastirmis ve en yiiksek baglanma dayanim-
larinin “total etch” sistem olan ScothbondMulti
Purpose’ de gozlemislerdir. Adper Single Bond'un
baglanma dayanimi ScothbondMulti Purpose’den
diisiik olmasina ragmen istatistiksel fark sergileme-
migtir. Ayrica aragtirmacilar, Adper Single Bond un
tek agamal1 “self etch” olan Prompt L-Pop’tan daha
yiiksek baglanma dayanimina sahip oldugunu bul-
mugslardir.?® Caligmamizda da adezif sistemlerin siit
disi dentinine baglanma dayanimlar: karsilastiril-
diginda, Torres ve ark. ve Marquazen ve ark.nin ¢a-
ligmalarina benzer sekilde, “total etch bonding”
sistemin (Adper Single Bond Plus), tek asamali “self
etch” sistem (AdheSE One) ve iki agamali “self
etch” sistem (Adper SE Plus)’den daha yiiksek bag-
lanma dayanimina sahip oldugu gozlenmistir.

“Self etch” sistemler ayr bir asitleme ve y1-
kama faz1 gerektirmeyen zayif asit iceren sistem-
lerdir. Bu
infiltrasyonu es zamanh oldugundan yetersiz in-

sistemlerde asitleme ve rezin
filtrasyon ihtimali oldukea zayiftir.2#?> Glintimiiz-
de uygulama islemlerini basite indirgeyen ve daha
az zaman gerektiren tek asamali “self etch” sistem-
ler gelistirilmistir. Bu sistemler 2 basamakl “self
etch bonding” sistemlerin avantajlarina sahip ol-
makla birlikte daha diisiik baglanma dayanima ser-
giledikleri ileri siiriilmektedir. Tek asamal1 “self
etch bonding” sistemlerde bulunan TEGDMA ve
GDMA gibi dimetakrilat yapilarin hidrolitik ola-
rak stabil olmadiklar1 ve asidik ortamlarda hidro-
lize ugradiklar: buna bagli olarak diisiik baglanma
dayanimi sergiledikleri bildirilmektedir.?¢ Bu so-
runa engel olabilmek amaciyla 6zellikle asidik or-
tamlarda stabil kalabilen, acrylamide gibi, yeni
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monomer sistemlerin gelistirildigi gézlenmekte-
dir.26?7 Bu calismada kullanilan acrylamide esash
tek basamakli “elf etch” sistem olan AdheSE
One’in baglanma dayanimi ile 2 basamakli Adper-
SE’nin baglanma dayanimi arasinda istatistiksel
bir fark bulunmamaigtir. Bu sonucun AdheSE One
bonding sistemin monomer igeriginden kaynak-
landig: diisiiniilmektedir. SEM goriintiileri ince-
lendiginde ise AdperSE Plus ve AdheSE One’in
her iki bonding sistemde diizenli bir hibrid taba-

ka ve rezin taglarinin varlig: izlenmistir.

Mikro gerilme test metodunda kiiciik baglan-
ma yiizey alani kullanilmasi ve stres dagiliminin
homojen olmasina bagh olarak adezif tipte kiril-
malarin daha yogun olarak gozlendigi belirtilmek-
tedir. Yapilan c¢alismalarda adezif tip kopmanin
baglanma dayanim degerlerini daha dogru yansita-
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bilecegi ileri siirtilmektedir.?®?° Bu c¢aligmada da
materyallerin geneline bakildiginda adezif tip kop-
manin daha fazla oldugu gozlenmektedir.

Pedodonti kliniklerinde koltukta oturma za-
manini kisaltmas: nedeniyle, basit ve az sayida uy-
gulama agamasina sahip bonding sistemlere ihtiyag
vardir. Tek basamakli sistemler bu ihtiyaca cevap
verebilmek amaci ile gelistirilmigtir. Calismamizin
sonucunda, uygulamanin daha fazla zaman almasi-
na ragmen, “total etch” sistemlerin baglanma daya-
niminin tek basamakli “self etch” sistemlerden
yliksek olmasi bu sistemleri 6n plana ¢ikarmakta-
dir. Bununla birlikte, yeni gelistirilen adezif sistem-
lerin siit disi dentin dokusuna baglanma
dayanimlarini belirlemede in vitro ¢aligmalarin in
vivo caligmalarla desteklenmesinin materyallerin

gercek performanslarinin tespitinde yararli olacag:

distintilmektedir.
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